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INTISARI 
 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Surface Mount Technology (SMT) telah menjadi 
pilihan dari teknologi manufaktur. Ini dikarenakan SMT lebih murah dibanding proses 
proses through-hole klasik, serta ukuran PCB yang dibutuhkan menjadi lebih kecil atau 
minimalis. Namun penyolderan komponen SMT secara manual, baik menggunakan alat 
solder biasa maupun menggunakan blower relatif sulit dan membutuhkan ketelitian yang 
tinggi. Hal ini disebabkan oleh komponen-komponen dengan teknologi SMT berukuran 
relatif kecil. 
Oleh sebab itu pada skripsi ini dibuat sebuah alat infrared reflowsoldering dengan 
mengacu pada standar proses reflowsoldering dari Actel Corporation. Alat yang dibuat 
terdiri dari beberapa komponen penyusun utama, yaitu oven dengan pemanas ceramic 
infrared heater, termokopel sebagai sensor suhu, keypad dan LCD grafik sebagai antarmuka 
pengguna dan mikrokontroler sebagai pengendali utama.  
Metode pengujian alat dilakukan dengan menguji fungsionalitas dari untai elektronik 
pada PCB sebagai hasil reflowsoldering. Tingkat keberhasilan yang didapatkan dari hasil 
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